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Relatorio Descritivo da Patente de Inveng¢io para "ROTULO DE
RFID COM JANELA DE REVESTIMENTO LIBERAVEL, E METODO DE
FAZER".

Antecedentes da Invencdo

Campo da Invencio

A presente invencgao refere-se ao campo de dispositivos de iden-
tificagao de frequéncia de radio (RFID), e métodos de fazer os dispositivos
de RFID.

Descricido da Técnica Relacionada

As etiquetas e rotulos de identificagdo de frequéncia de radio
(RFID) (coletivamente referido como "dispositivos") sdo amplamente usados
para associar um objeto com um caédigo de identificacdo. Os dispositivos de
RFID geralmente tém uma combinagdo de antenas e aparelhos eletrénicos
analégicos e/ou digitais, que podem incluir, por exemplo, aparelhos eletroni-
cos de comunicagido, memoria de dados, e légica de controle. Por exemplo,
as etiquetas de RFID sdo usadas em conjun¢do com travas de segurancga
em carros, para controle de acesso em edificios, e para rastreio de estoque
e pacotes. Alguns exemplos de etiquetas e rétulos de RFID aparecem na
patente US Nos. 6.107.920, 6.206.292, e 6.262.692, todos os quais estéo
aqui incorporados a titulo de referéncia na sua totalidade.

Como percebido acima, os dispositivos de RFID sdo geralmente
caracterizados como rotulos ou etiquetas. Os rétulos de RFID sao dispositi-
vos de RFID que sdo adesivos ou de outro modo tém uma superficie anexa-
da diretamente aos objetos. As etiquetas de RFID, ao contrario, sao segura-
das aos objetos por outros meios, por exemplo, pelo uso de um fixador de
plastico, barbante ou outros meios de fixagao.

Os dispositivos de RFID incluem etiquetas e rotulos ativos, que
incluem uma fonte de energia, e as etiquetas e rétulos passivos, que nao
incluem. No caso de etiquetas passivas, de modo a recuperar a informagéao
do chip, uma "estagio de base" ou "leitora" envia um sinal de excitagao a
etiqueta ou rotulo, e os circuitos de RFID transmitem a informagdo armaze-

nada de volta para a leitora. A "leitora” recebe e decifra a informacgéo da eti-
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queta de RFID. Em geral, as etiquetas de RFID podem reter e transmitir in-
formacéao suficiente para exclusivamente identificar individuos, pacotes, es-
toque e o similar. As etiquetas e rétulos de RFID também podem ser dividi-
dos entre aqueles aos quais a informagao € escrita somente uma vez (embo-
ra a informacgao possa ser lida repetidamente), e aqueles aos quais a infor-
macao pode ser escrita durante o uso. Por exemplo, as etiquetas de RFID
podem armazenar dados ambientais (que podem ser detectados por um
sensor associado), historias logisticas, dados de estado, etc.

Existe um desejo continuo por dispositivos de RFID que tenham
um desempenho aperfeicoada, tamanho reduzido, e custo reduzido. Sera
apreciado que exista um espago para aperfeigoar dispositivos de RFID em
pelo menos essas areas.

Sumario da Invencéao

De acordo com um aspecto da invengado, um rotulo de RFID in-
clui um intermediario que € acoplado a uma antena colocando-se o interme-
diario em uma abertura em um revestimento liberavel.

De acordo com um outro aspecto da invengdo, um método de
fazer um dispositivo de RFID inclui acoplar um intermediario a uma antena
através de uma abertura em um revestimento liberavel.

De acordo ainda com um outro aspecto da invengao, um método
de fazer um roétulo de RFID inclui as etapas de: formar uma antena em um
substrato; aplicar um adesivo padronizado sobre a antena, em que a aplica-
cdo deixa as porgdes de extremidade de antena da antena nao cobertas pe-
lo adesivo: aderindo de modo adesivo um revestimento liberavel ao adesivo
padronizado; e acoplar um intermediario & antena. O intermediario inclui um
chip e guias condutivas do intermediario acopladas ao chip. O intermediario
esta localizado dentro de uma abertura no revestimento liberavel.

De acordo ainda com um outro aspecto da invengao, um roétulo
de RFID inclui: um substrato; uma antena no substrato; um adesivo padroni-
zado sobrejacente a antena e o substrato, em que o adesivo padronizado
inclui uma area aberta deixando pelo menos partes de extremidades da an-

tena da antena ndo cobertas pelo adesivo; um intermediario acoplado as
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extremidades da antena; e um revestimento liberavel acoplado ao adesivo
padronizado. O revestimento liberavel tem uma abertura nele em que o in-
termediario esta localizado.

De acordo com um aspecto adicional da invengdo, um meétodo
de fazer um roétulo de RFID inclui: formar uma antena em um substrato; apli-
car um adesivo sobre pelo menos parte da antena; depois de aplicar o ade-
sivo, acoplar um intermediario a antena, em que o intermediario inclui um
chip e guias condutivos do intermediério acoplados ao chip; e aderir um re-
vestimento liberavel ao adesivo.

De acordo ainda com um adicional aspecto da invengao, um ro-
tulo de RFID inclui: um substrato; uma antena no substrato; um adesivo so-
brejacente a pelo menos parte da antena e do substrato; um intermediario
acoplado aos terminais de antena da antena; e um revestimento liberavel
aderido ao adesivo. O revestimento liberavel tem uma abertura nele em que
o intermediario esta localizado.

Para a realizagdo das extremidades ja mencionadas e relacio-
nadas, a invengdo compreende as caracteristicas daqui por diante comple-
tamente descritas e particularmente salientadas nas reivindicagbes. A se-
guinte descricdo e os desenhos anexados estabelecem em detalhes certas
modalidades ilustrativas da invengao. Essas modalidades sao indicativas, no
entanto, de varias maneiras, exceto algumas, em que os principios da inven-
¢do podem ser empregados. Outros objetivos, vantagens e novas caracteris-
ticas da invencao tornar-se-ao aparentes a partir da seguinte descrigéo deta-
lhada da invengao quando considerada em conjung¢do com os desenhos.

Breve Descricdo dos Desenhos

Nos desenhos em anexo, que nao estdo necessariamente em
escala:

a figura 1 é uma vista explodida de um rétulo de RFID de acordo
com uma modalidade da presente inveng&o;

a figura 2 é uma vista em corte transversal do rotulo de RFID da
figura 1;

a figura 3 é um fluxograma de nivel alto de um método de fazer
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rotulos de RFID de acordo com uma modalidade da presente invengao;

a figura 4 € uma vista plana ilustrando uma primeira etapa no
meétodo da figura 3;

a figura 5 € uma vista plana ilustrando uma segunda etapa no
metodo da figura 3;

a figura 6 € uma vista plana ilustrando uma terceira etapa no mé-
todo da figura 3;

a figura 7 € uma vista plana ilustrando uma quarta etapa no meé-
todo da figura 3;

a figura 8 € uma vista plana ilustrando uma quinta etapa no me-
todo da figura 3;

a figura 9 € uma vista esquematica de um sistema de fabricacao
de um rétulo de RFID para executar o método da figura 3;

a figura 10 é uma vista explodida de um rotulo de RFID de acor-
do com uma outra modalidade da invencgao;

a figura 11 € uma vista obliqua de um rétulo de RFID de acordo
com ainda outra modalidade da invengao;

a figura 12 € uma vista explodida de um rétulo de RFID de acor-
do com ainda uma outra modalidade da invengao; e

a figura 13 & uma vista explodida de um rétulo de RFID de acor-
do com uma modalidade adicional da inveng&o.

Descriciao Detalhada

Um roétulo de RFID inclui um revestimento liberavel tendo uma
abertura ou janela, para permitir a colocagado de um intermediario através da
janela, e em contato com as porgdes de extremidade de uma antena. Aco-
plando o intermediario a antena através da janela no revestimento liberavel,
o acoplamento pode ser executado em um ponto posterior ao usual na fabri-
cagao do rétulo. Isso permite que o rotulo seja fabricado com menos desgas-
te e ruptura no intermediario, que é uma parte relativamente cara e fragil da
antena. Além disso, testar os intermediarios antes de aplica-los a uma rede
de rétulos pode economizar custos por eliminagdo de desgaste do material.

O teste das correias sozinhas pode permitir a predicao de desempenho do
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rotulo acabado. Colocando-se os intermediarios mais tarde no processo de
formar o rétulo, as maquinas utilizadas nas outras etapas, tal como nas par-
tes de um processo de cilindro-a-cilindro, podem ter maiores tolerancias para
os parametros tais como descarga eletrostatica, controle de pressao, e con-
trole de curva do raio. A confiabilidade dos rétulos resultantes pode ser aper-
feicoada, e a necessidade por testar os rotulos completos pode ser reduzida.

Com referéncia inicialmente as figuras 1 e 2, um rétulo de RFID
10 inclui um substrato 12 em que uma antena 14 é colocada. O substrato 12
pode incluir qualquer de uma variedade de materiais adequados, por exem-
plo, incluindo, mas ndo limitado a, policarbonato de Tg alto, poli(tereftalato
de etileno), poliarilato, polissulfona, um copolimero norborneno, polifenilsu-
fona, polieterimida, poli(naftalato de etileno) (PEN), polietersulfona (PES),
policarbonato (PC), uma resina fendlica, poliéster, poli-imida, poli(éter-éster),
polieteramida, acetato de celulose, poliuretanos alifaticos, poliacrilonitrila,
politrifluoretilenos, poli(fluoreto de vinilideno), HDPEs, poli(metacrilato de
metila), uma poliolefina ciclica ou aciclica, ou papel. O substrato 12 pode ser
um material flexivel, adequado para rétulos.

A antena 14 pode ser depositada ou formada em uma superficie
de topo 16 do substrato 12 por qualquer de um numero de métodos adequa-
dos. A antena 14 pode ser feita de qualquer de uma variedade de materiais
condutivos adequados, tais como metais ou tintas condutivas. As antenas de
metal, que podem ser feitas de metais como cobre, podem ser formadas de
métodos adequados, tais como por gravagdo, estampagem ou galvanoplas-
tia. A folha de metal pode ser estampada ou gravada para formar um padrao
adequado para a antena 14, e entdo pode ser anexada ao substrato 12.

As tintas condutivas adequadas para a antena 14 podem incluir
qualquer de uma variedade de materiais eletricamente condutivos adequa-
dos, incluindo particulas de metal condutivo, particulas de carbono, ou parti-
culas de polimero condutivo. Exemplos de materiais condutivos adequados
incluem particulas de cobre, particulas de niquel, particulas de prata, parti-
culas de aluminio, particulas de liga de varios metais, particulas de carbono,

e particulas de polimero condutivo. Os exemplos de polimeros condutivos
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incluem intrinsecamente polimeros condutivos tais como polietilenodioxitio-
feno (PEDQT), polipirrol (PPy), polianilina (PANI).

A antena 14 pode ser depositada ou formada na superficie de
substrato 16 por métodos tais como impressao ou varios métodos de depo-
sicdo fisica e/ou de vapor. A impressdao da antena 14 pode ser feita por
qualquer de uma variedade de técnicas de impressdo, tais como impressao
com jato de tinta, impressao gravere, impressao em offset, ou outras técni-
cas de impressao padronizadas adequadas. A deposigdo na superficie de
substrato 16 pode ser feita usando-se uma mascara de partes de bloqueio
da superficie de substrato 16 onde a formagao da antena 14 nao € desejada.

A antena 14 tem um par de extremidades de antena 18 e 20 u-
sado para acoplar um intermediario da antena 14, como € descrito em maio-
res detalhes abaixo. Sera apreciado que a configuragdo da antena 14 seja
somente uma, de uma ampla variedade de possiveis configuragcbes de ante-
na do rétulo de RFID 10. Uma ampla variedade de configuragdes de antena
para varios dispositivos de identificagdo € amplamente conhecida na técnica.

Uma camada adesiva padronizada 26 esta localizada sobre e
através da maior parte do substrato 12 e da antena 14. A fungao principal da
camada adesiva 26 é eventualmente segurar o rotulo de RFID 10 a um obje-
to, tal como uma caixa de papelao a qual é aplicado. Antes do uso, a cama-
da adesiva 26 pode ser substancialmente coberta por um revestimento libe-
ravel 28. A camada adesiva 26 tem uma area aberta 30 entre as extremida-
des da antena 18 e 20. A camada adesiva 26 pode incluir qualquer de uma
ampla variedade de adesivos adequados, tais como adesivos sensiveis a
pressdo adequados. A camada adesiva 26 circunda uma area aberta 30 en-
tre as extremidades da antena 18 e 20. Também, a area aberta 30 pode dei-
xar partes das extremidades da antena 18 e 20 nao cobertas pelo adesivo.

A camada adesiva 26 & tampada pelo revestimento liberavel 28
e um intermediario 34. Um intermediario (também conhecido como uma cor-
reia) & definido aqui como uma combinacao de um chip (incluindo um circuito
integrado) e guias condutivos usados para fornecer uma area de superficie

aumentada (area de cobertura) para eletricamente acoplar o chip a uma an-
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tena. Um intermediario inclui qualquer de uma variedade de combinagdes de
dispositivos de comunica¢do sem fio (chips de RFID) com guias condutivos
acoplados nele para facilitar conexdo elétrica dos chips as antenas. Um in-
termediario pode opcionalmente incluir partes adicionais, tais como um subs-
trato intermediario suportando os guias intermediarios e/ou o chip. Exemplos
de intermediarios de RFID adequados incluem um intermediario de RFID
adequado de Alien Technologies, e o intermediario comercializado sob o
nome |I-CONNECT, disponivel de Philips Electronics. Os chips disponiveis
de Philips Electronics ou de um outro fornecedor, tal como Impinj of Seattle,
Washington, pode ser anexado tanto de modo condutivo, em um molde de
flip-chip, ou de modo condutivo ou reativo para uma forma intermediaria do
chip. Os chips de RFID adequados incluem o chip Philips HSL, disponivel de
Philips Electronics, e o EM Marin EM4222, disponivel de EM Microelectronic-
Marin AS.

O intermediario 34 inclui um chip 36 e um par de guias conduti-
vos de intermediarios 38 e 40. Os guias condutivos de intermediarios 38 e 40
sdo porgdoes de material condutivo que fornecem uma area de superficie
aumentada para facilitar a conexao do intermediario 34 a antena 14. Os gui-
as condutivos de intermediarios 38 e 40 sao eletricamente acoplados aos
respectivos contatos de chip 42 e 44 do chip 36 do intermediario.

Os guias de intermediarios 38 e 40 tém almofadas adesivas de
guia de intermediario 48 e 50 nos seus lados inferiores, os lados dos guias
de intermediarios 38 e 40 faceando a antena 14. As almofadas adesivas de
guia de intermediario 48 e 50 sdao usadas para mecanicamente e eletrica-
mente acoplar os guias de intermediarios 38 e 40 as extremidades da antena
18 e 20. As almofadas adesivas de guia de intermediario 48 e 50 podem ser
almofadas de um adesivo condutivo adequado, tal como uma pasta conduti-
va isotropica adequada. Tal adesivo condutivo fornece uma conexao elétrica
6hmica direta entre os guias de intermediarios 38 e 40, e as extremidades da
antena 18 e 20. Alternativamente, as almofadas adesivas de guia de inter-
mediario 48 e 50 podem ser ndo condutivas, com acoplamento elétrico ca-

pacitivo, magneético, ou outros tipos de acoplamento elétrico indireto (reativo)
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usado para acoplar juntas as extremidades da antena 18 e 20, e os guias de
intermediarios 38 e 40.

Como mais bem ilustrado na figura 2, o intermediario 34 € segu-
rado a antena 14 e ao substrato 12 através do uso tanto das almofadas ade-
sivas de guia de intermediario 48 e 50, quanto de porgdes expostas 52 e 54
da camada adesiva 26. Por conseguinte, tanto os adesivos condutivos quan-
to os ndo condutivos podem ser usados para segurar o intermediario 34.

O intermediario 34 pode ser segurado a antena 14 e ao substra-
to 12 em uma configuracédo do tipo chip-down (flip chip). Nessa configuragao
os contatos de chip 42 e 44 do chip de intermediario 36 estdo faceando para
longe do substrato 12. Em tal configuragdo os guias de intermediarios 38 e
40 estdo também mais afastados do substrato 12 do que a maior parte ou
todos do chip de intermediario 36. O substrato 12 pode incluir um recesso ou
orificio 56 para receber nele parte do chip 36. O recesso ou orificio 56 pode
ser redondo, ou pode ter outras conformagoes adequadas. O orificio 56 pode
ser adequadamente formado no substrato 12 pelo uso de um perfurador.
Sera apreciado que uma variedade de outras configuragbes e/ou métodos
de formacgdo podem ser usados para produzir o recesso ou orificio 56. E
também para ser apreciado que o intermediario 34 pode ser colocado em
uma configuracéo do tipo chip-up, com os contatos de chip 42 e 44 faceando
em diregao ao substrato 12.

O revestimento liberavel 28 tem uma janela 60, uma abertura ou
orificio por todo o caminho através do revestimento liberavel 28. A janela 60
¢ dimensionada de modo que o intermediario 34 se encaixa completamente
através da janela. Como explanado em maiores detalhes abaixo, o rotulo de
RFID 10 é fabricado de modo que o revestimento liberavel 28 é colocado na
camada adesiva 26 antes do intermediario 34 ser acoplado ao resto do rotu-
lo 10. A janela 60 pode ser configurada para ser mais larga do que a area
aberta 30 na camada adesiva 26. Isso deixa as porgdes expostas 52 e 54 da
camada adesiva 26 acessiveis através da janela 60, mesmo depois do re-
vestimento liberavel 28 ser aplicado a camada adesiva 26.

O revestimento liberavel 28 pode ser feito de qualquer de uma
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variedade de materiais adequados. Por exemplo, o revestimento liberavel 28
pode ser um material de polimero ou papel coberto com silicone adequado
que pode ser tirado para revelar a camada adesiva 26 basica. A figura 3
ilustra um fluxograma de nivel alto de um método 100 para produzir um cilin-
dro ou tela 101 dos rotulos de RFID 10. As figuras 4-8 ilustram varias etapas
do método 100. As etapas sao descritas em termos de um processo cilindro-
a-cilindro para fazer o cilindro ou tela contendo uma grande quantidade dos
rotulos de RFID 10. Sera apreciado que o método 100 pode também ser e-
xecutado como multiplas operagdes de cilindro-a-cilindro, e/ou que algumas
ou todas as etapas podem ser executadas em operacgoes diferentes de cilin-
dro-a-cilindro.

Na etapa 102 do método 100, ilustrada na figura 4, a antena 14
€ formada na superficie 16 do substrato 12, que é parte de uma tela de
substrato 104. Como discutido anteriormente, a antena 14 pode ser impres-
sa ou de outro modo depositada no substrato 12.

O orificio 56 & perfurado no substrato 12 na etapa 106 do méto-
do 100, mostrado na figura 5. Uma maneira de formar o orificio 56 € perfura-
lo fora do substrato 12 no local apropriado, tal como entre as extremidades
da antena 18 e 20 da antena 14. Sera apreciado que uma ampla variedade
de outros métodos adequados pode ser usada para produzir o orificio 56, ou
para produzir um recesso no mesmo local. Sera apreciado que a etapa 106
pode ser totalmente omitida, ou pode ser executada em uma ordem diferente
daquela mostrada na figura 3 e que €& descrita aqui.

A camada adesiva 26 padronizada é aplicada na etapa 108 do
método 100. Isso ¢ ilustrado na figura 6. Como discutido acima, a camada
adesiva 26 padronizada pode ser aplicada usando-se qualquer de uma vari-
edade de métodos de impressdo ou de deposicdo adequado. A area aberta
30 na camada adesiva 26 deixa o orificio ou recesso 54 e partes das extre-
midades da antena 18 e 20 n&o cobertos pela camada adesiva 26.

Na etapa 110 o revestimento liberavel 28 € aplicado sobre a ca-
mada adesiva 26. As janelas 60 no revestimento liberavel 28 podem ter sido

formadas previamente, através de tais processos como perfuragao ou corte
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de molde. O revestimento liberavel 28 pode ser parte de uma tela 112 de
material de revestimento liberavel continuo, como ¢ ilustrado na figura 7. As
unides da tela de revestimento liberavel 112 com a tela de substrato 104 po-
dem ser feitas de um par de cilindros de suprimento dos dois materiais, com
a unido sendo executada entre cilindros adequados que pressionam o reves-
timento liberavel 28 sobre a camada adesiva 26. A tela de revestimento libe-
ravel 112 pode ser adequadamente alinhada com a tela de substrato 104 de
modo a colocar as janelas 60 em locais desejados com relagéo as areas a-
bertas 30 e/ou os orificios ou recessos 54. As marcas de alinhamento otica-
mente detectaveis ou outros métodos de alinhamento adequado podem ser
usados para alcancar o alinhamento apropriado. Como foi descrito anterior-
mente, a janela 60 pode ser colocada de modo a se sobrepor a area aberta
30 dentro da camada adesiva 26, bem como deixar ndo cobertas as porgoes
expostas 48 e 50 da camada adesiva 26.

As etapas 114 e 116 do método 100 envolvem a preparagéo do
intermediario 34, antes de acoplar o intermediario 34 ao resto do rétulo de
RFID 10. Na etapa 114 o desempenho do intermediario 34 é testada. Esse
teste pode ser executado através de qualquer de uma variedade de métodos
de teste de faixa curta adequada. Adicionais detalhes relativos aos exemplos
de métodos de teste podem ser encontrados no pedido de patente perten-
cente ao mesmo titular US Nos. 10/367.515 (depositado em 13 de fevereiro
de 2003), 10/805,938 (depositado em 22 de margo de 2004) e 11/359.669
(depositado em 22 de fevereiro de 2006). As figuras e descrigoes de todos
esses estdo aqui incorporadas a titulo de referéncia. Na etapa 116 as almo-
fadas adesivas de guia de intermediario 48 e 50 sdo aplicadas nos guias de
intermediarios 38 e 40. Essa deposicdo pode ser através de qualquer de
uma variedade de métodos adequados, tais como impressdo ou pulveriza-
cao.

Na etapa 120, ilustrada na figura 8, os intermediarios 34 sao co-
locados na janela 60 no revestimento liberavel 28, para mecanicamente e
eletricamente acoplarem-se as antenas 14. Sera apreciado que uma ampla

variedade de métodos e maquinas esta disponivel na técnica anterior para
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executar o processo de colocar os intermediarios 34 em um passo desejado
ao longo da tela de substrato 104. Os dispositivos de pico e local, e os dis-
positivos para colocagao usando cilindros ou telas de intermediarios, com ou
sem singularizagao, sdo exemplos de maneiras adequadas de realizar a co-
locacdo dos intermediarios 34. Exemplos de tais dispositivos podem ser en-
contrados na patente pertencente ao mesmo titular US 6.951.596 e pedido
de patente US 10/947.010, depositados em 22 de setembro de 2004. As fi-
guras e descrigdes de ambos estdo aqui incorporadas a titulo de referéncia.

Finalmente, na etapa 122 do método 100, as almofadas adesi-
vas de guia de intermediario 48 e 50 sdo curadas para fazer uma ligacao
segura entre o intermediario 34, e a antena 14 e o substrato 12. Sera apreci-
ado que as porgdes expostas 48 e 50 da camada adesiva 26 ajudam a man-
ter o intermediario 34 no lugar antes da operagao de cura. A cura pode ser
através de qualquer de uma variedade de métodos de cura, tais como aque-
cimento ou exposigéo a luz ultravioleta.

A tela de rotulo de RFID resultante 101 pode ser armazenada
em forma de cilindro. Os rétulos de RFID 10 podem ser singularizados a par-
tir da tela em um momento posterior. Depois de serem singularizados, os
rétulos de RFID 10 podem ser adequadamente aplicados aos dispositivos,
por exemplo, para rastrear o estoque.

O método de fazer os rétulos de RFID 10 descrito acima oferece
diversas vantagens sobre os métodos anteriores. Retardando o acoplamento
do intermediario 34 a antena 14 até de preferéncia tardio no processo de
fabricacdo reduz o desgaste e ruptura no intermediario 34, e no acoplamento
entre o intermediario 34 e a antena 14. Isso aperfeicoa a confiabilidade do
rotulo de RFID 10 resultante, bem como reduz o risco de falha no rétulo du-
rante a fabricagao.

Além disso, a colocagao do intermediario 34 dentro da janela 60
no revestimento liberavel 28 diminui a espessura do rétulo de RFID 10. O
local de todo ou de uma parte do chip de intermediario 36 dentro do recesso
do orificio 56 pode adicionalmente servir para reduzir a espessura do rétulo

de RFID 10 resultante. A espessura total do rétulo de RFID 10 pode ndo ser
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afetada pela presenca do intermediario 34. Se o intermediario 34 é delgado
o bastante de modo que ndo se projeta acima do revestimento liberavel 28, o
revestimento liberavel 28 se torna o determinador da espessura total do rotu-
lo de RFID 10.

A figura 9 mostra um diagrama esquematico de um sistema de
fabricagdo 200 para fazer uma tela 101 dos rotulos de RFID 10. Um cilindro
de suprimento do substrato 204 supre uma tela de substrato 104. Uma im-
pressora de antena 210 aplica antenas 14 (figura 1) a tela de substrato 104.
Um perfurador 214 & usado para colocar os orificios 54 (figura 1) na tela de
substrato 104. Uma impressora de adesivo 218 é entdo usada para atribuir a
camada adesiva 26 padronizada (figura 1).

Os cilindros 220 e 222 ligam uma tela de revestimento liberavel
112 a tela de substrato 104. Um aplicador de intermediario 230 aplica os in-
termediarios 34 (figura 1), acoplando os intermediarios 34 as antenas 14. Os
intermediarios 34 podem ser aplicados de uma tela de intermediario 234. A
aplicacdo dos intermediarios 34 pode estar no mesmo passo que as antenas
14, ou podem estar em um passo diferente. Adicionais detalhes com respeito
a ligagdo de intermediarios podem ser encontrados na patente US
6.951.596. Finalmente, a cura do adesivo € feita em uma estagéo de cura
238. A tela de rotulo de RFID 101 é entdo compensada em um carretel de
compensacgao 240.

O que segue sao diversas modalidades alternativas variando em
algumas maneiras do que foi descrito até agora. Sera apreciado que essas
modalidades podem compartilhar diversas caracteristicas com outras moda-
lidades descritas aqui, e que a discussdo dessas caracteristicas similares
pode ser abreviada ou omitida inteiramente na descrigéo dessas modalida-
des abaixo. Além disso, sera apreciado que diferentes caracteristicas de di-
ferentes modalidades podem ser combinadas onde apropriado. Adicional-
mente, quando multiplas caracteristicas sdo descritas com respeito a uma
modalidade Unica, sera apreciado que algumas dessas caracteristicas po-
dem ser omitidas, onde apropriado e se desejado.

A figura 10 mostra um rotulo de RFEID 10" alternativo que tem um
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substrato 12, uma antena 14, e um intermediario 34, tudo similar aqueles do
roétulo de RFID 10 (figura 1) descrito acima. O rétulo de RFID 10’ tem uma
camada adesiva 26’ que € uma camada nao padronizada cobrindo comple-
tamente o substrato 12, ao contrario da camada adesiva 26 padronizada (fi-
gura 1). A camada adesiva 26’ ndo padronizada pode ter uma espessura
substancialmente uniforme, e pode ser de um adesivo ndo condutivo ade-
quado, tal como um adesivo nao condutivo sensivel a pressao.

Os guias de condutivos 38 e 40 sdo acoplados a antena 14 por
acoplamento reativo. O acoplamento reativo € usado aqui para se referir
amplamente ao acoplamento elétrico sem contato que primariamente acopla
0s guias condutivos 38 e 40 a antena 14, ao contrario do acoplamento con-
dutivo direto (6hmico) que acopla junto os guias de condutivos 38 e 40 a an-
tena 14 no rétulo de RFID 10 (figura 1). O acoplamento reativo, conforme o
termo € usado aqui, inclui tanto o acoplamento magnético quanto o acopla-
mento capacitivo. As referéncias aqui ao acoplamento magnético, capacitivo
ou reativo se referem ao acoplamento que € predominantemente ou primari-
amente magneético, capacitivo ou reativo. Sera apreciado que o acoplamento
que é primariamente magnético pode também incluir algum acoplamento
capacitivo. Inversamente, o acoplamento que € primariamente capacitivo
pode também incluir algum acoplamento indutivo (magnético) como um me-
canismo de acoplamento secundario. Os sistemas usando acoplamento pri-
mariamente capacitivo ou magnético sao referidos aqui como utilizando aco-
plamento reativo. O acoplamento capacitivo, magnético ou reativo, como os
termos sdo usados aqui, pode também incluir algum acoplamento condutivo
direto, embora ndo como o tipo primario de acoplamento elétrico.

O uso de acoplamento reativo simplifica a aplicagdo adesiva e
reduz o custo. A camada adesiva 26’ pode ser facilmente aplicada por pulve-
rizagdo ou outros métodos adequados, sem uma necessidade por padroni-
zacgao, em uma etapa de aplicagdo unica. Os adesivos nao condutivos sao
geralmente menos caros do que os adesivos condutivos, entao dispensar o
uso de um adesivo condutivo reduz o custo em comparagdo com o rétulo de

RFID 10 (figura 1), que usa adesivo condutivo nas almofadas adesivas de
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guia de intermediario 48 e 50 (figura 1).

O rétulo de RFID 10’ tem um revestimento liberavel 28’ que inclui
um flape articulado 56' que cobre uma janela ou abertura temporaria 60' no
revestimento liberavel 28’. O flape 56' pode ser uma sec¢do do revestimento
liberavel 28’ que é cortada em trés lados, permitindo que ele dobre em uma
prega 58'. O flape articulado 56' pode ser aberto para permitir acesso a jane-
la basica 60' para permitir colocagao do intermediario 34 através da janela
60’, na camada adesiva 26’. Depois do intermediario 34 ter sido colocado, o
flape 56' pode ser fechado, cobrindo e protegendo o intermediario 34. O fla-
pe fechado 56' pode ser aderido a camada adesiva 26'.

Sera apreciado que adesivos adequados podem ser usados na
camada adesiva 26’ para permitir abertura do flape 56', e subsequente fe-
chamento e aderéncia do flape 56'. Como uma alternativa, o revestimento
liberavel 28’ pode ser inicialmente acoplado a camada adesiva 26’ com o
flape 56' em uma configuragado inicialmente aberta, talvez temporariamente
segurado a uma superficie de topo 62’ do revestimento liberavel 26’ com
uma pequena quantidade de adesivo.

Um lado de tras do intermediario 34, oposto ao lado anexado a
antena 14 e ao substrato 12, opcionalmente tem por isso um adesivo sensi-
vel a pressao de alta resisténcia 64’. O adesivo de alta resisténcia 64’ € um
adesivo mais forte do que a camada adesiva 26’. A camada adesiva 26’ po-
de ser um adesivo de aderéncia inferior, facilmente removido. Depois do re-
vestimento liberavel 28’ ser removido, e o rétulo de RFID 10’ ser aderido a
um objeto, o intermediario 34 pode aderir ao objeto mais fortemente do que
o resto do rétulo 10'. Isso é devido a presenga do adesivo sensivel a pressao
de alta resisténcia 64’. Quando o rotulo 10' é descascado de ou de outro
modo removido de um objeto, o intermediario 34 pode permanecer anexado
ao objeto. O intermediario 34 que permanece no objeto pode funcionar como
um dispositivo de RFID detectavel perto do campo, que pode ser detectavel
em faixa curta, mas ndo em faixas mais longas. Isto protege a privacidade
do consumidor embora ainda permitindo a identificacado por deteccdo de uma

porgao do dispositivo, o intermediario 34. Adicionais detalhes com respeito
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ao uso de um intermediario como um dispositivo de RFID detectavel perto do
campo podem ser encontrados no pedido de patente US 10/886.831, deposi-
tado em 7 de julho de 2004, cuja descricdo e desenhos sao aqui incorpora-
dos a titulo de referéncia.

Uma alternativa ao flape 56' € mostrada na figura 11, em que a
janela 60’ é coberta por uma pecga separada, uma cobertura da janela 66,
depois da colocacgao do intermediario 34. A cobertura 66’ pode ser feita do
mesmo material que o revestimento liberavel 28’, ou ser feito de um material
diferente. A cobertura 66’ executa a mesma fungdo que o flape 56', cobrindo
e protegendo o intermediario 34 basico.

Sera apreciado que o uso de acoplamento reativo através da
camada adesiva 26’ € um conceito separado do uso do flape 56' dou da co-
bertura 66’ para cobrir a janela 60’. Esses conceitos separados podem ser
utilizados individualmente, ou eles podem ser combinados no mesmo rétulo
de RFID 10’, como ¢ ilustrado nas figuras 10 e 11.

A figura 12 mostra um rétulo de RFID 10” de um desenho alter-
nativo, tendo um forro liberavel 28” que néao tem qualquer espécie de abertu-
ra. O revestimento liberavel 28” cobre o intermediario 34 de modo a proteger
o intermediario 34. De acordo com uma modalidade, o intermediario 34 &
aderido a camada adesiva 26’ imediatamente antes do revestimento libera-
vel 28" ser colocado na camada adesiva 26’. De acordo com uma outra mo-
dalidade, o revestimento liberavel 28” & inicialmente colocado na camada
adesiva 26°, antes da colocagao do intermediario 34. A parte do revestimento
liberavel 28” é parcialmente ou completamente descascada para longe ou
de outro modo separada da camada adesiva 26’, para permitir a colocagao
do intermediario 34. O revestimento liberavel 28” é entdo colocado de volta
em contato com a camada adesiva 26’, cobrindo o intermediario 34.

O rétulo de RFID 10" é mostrado na figura 12 usando a camada
adesiva 26’ ndo condutiva que cobre completamente a antena 14 e o subs-
trato 12. Sera apreciado que o revestimento liberavel 28” sem janela tam-
bém pode ser usado com a configuragdo adesiva e de conexdo mostrada na

figura 1, que inclui uma camada adesiva 26 padronizada e almofadas adesi-
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vas de guia de intermediario 48 e 50 para mecanicamente e eletricamente
acoplar o intermediario 34 ao substrato 12 e a antena 14.

A figura 13 mostra uma modalidade adicional, um rétulo de RFID
10” com uma camada adesiva condutiva 26’’. A camada adesiva condutiva
26’ pode ser usada tanto para acoplar eletricamente um intermediario 34 a
uma antena 14, quanto para aderir um revestimento liberavel 28” a antena
14 e a um substrato 12. O adesivo condutivo da camada adesiva condutiva
26’" pode ser qualquer de uma variedade de adesivos condutivos adequa-
dos, por exemplo, os adesivos discutidos acima com respeito as almofadas
adesivas de guia de intermediario 48 e 50 (figura 1).

A camada adesiva condutiva 26’ pode ter qualquer de uma va-

riedade de padroes adequados. Ela pode rigorosamente seguir o padréao da

3y

antena 14. Alternativamente, a camada adesiva condutiva 26’ pode cobrir
aproximadamente todo o substrato 12, deixando somente uma area aberta
30’ para a colocagao do intermediario 34.

19

Partes da camada adesiva condutiva 26’ podem ser usadas
para acoplar eletricamente o intermediario 34 a antena 14, e para mecani-
camente acoplar o intermediario 34 a antena 14 e ao substrato 12. Alternati-
vamente uma ou ambas essas fun¢gdes podem ser executadas por adesivo
condutivo ou ndo condutivo adequado em partes do intermediario 34. Por
exemplo, as almofadas adesivas de guia de intermediario 48 e 50 podem ser
usadas para acoplar as guias de condutivos 38 e 40 a antena 14.

Embora a invengéo tenha sido mostrada e descrita com respeito
a uma certa modalidade preferida ou modalidades, € ébvio que alteragdes e
modificagdes equivalentes ocorrerdo para outros versados na técnica medi-
ante leitura e entendimento desse relatorio descritivo e dos desenhos em
anexo. Em particular respeito as varias fungdes executadas pelos elementos
descritos acima (componentes, montagens, dispositivos, composigoes, etc.),
os termos (incluindo uma referéncia a um "meios") usados para descrever
tais elementos sdo pretendidos corresponder, a ndao ser que de outro modo
indicado, a qualquer elemento que execute a fungao especificada do ele-

mento descrito (isto €, que seja funcionalmente equivalente), mesmo que
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nao estruturalmente equivalente a estrutura descrita que executa a fungéo
na aqui ilustrada modalidade exemplar ou modalidades da inveng&o. Alem
disso, embora uma caracteristica particular da invengao possa ter sido des-
crita acima com respeito a somente uma ou mais das diversas modalidades
ilustradas, tal caracteristica pode ser combinada com uma ou mais outras
caracteristicas das outras modalidades, como pode ser desejado e vantajoso

para qualquer aplicagdo dada ou particular.
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REIVINDICAGOES

1. Método de fazer um rotulo de RFID, o método compreenden-
do:

formar uma antena em um substrato;

aplicar um adesivo sobre pelo menos parte da antena;

depois de aplicar o adesivo, acoplar um intermediario a antena,
em que o intermediario inclui um chip e guias condutivos do intermediario
acoplados ao chip; e

aderir um revestimento liberavel ao adesivo.

2. Método de acordo com a reivindicagao 1,

em que o intermediario é acoplado a antena depois do revesti-
mento liberavel estar aderido ao adesivo;

em que o acoplamento do intermediario a antena inclui colocar o
intermediario em uma abertura do revestimento liberavel;

e compreendendo adicionalmente, depois do acoplamento, co-
brir o intermediario com um flape do revestimento linear.

3. Método de acordo com a reivindicagao 1,

em que o intermediario € acoplado a antena depois do revesti-
mento liberavel estar aderido ao adesivo;

em que o acoplamento do intermediario & antena inclui colocar o
intermediario em uma abertura do revestimento liberavel;

e compreendendo adicionalmente, depois do acoplamento, co-
brir o intermediario com uma cobertura.

4. Método de acordo com a reivindicagao 1,

em que o intermediario € acoplado a antena depois do revesti-
mento liberavel estar aderido ao adesivo;

em que o acoplamento & precedido por parcialmente descascar
para longe o revestimento liberavel para permitir a colocagao do intermedia-
rio;

e em que o acoplamento ¢ seguido por readerir o revestimento
liberavel ao adesivo, cobrindo desse modo o intermediario com o revesti-

mento liberavel.
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5. Método de acordo com a reivindicagdo 1, em que o intermedi-
ario € acoplado a antena antes do revestimento liberavel estar aderido ao
adesivo.

6. Método de acordo com qualquer das reivindicagdes de 1 a 5,

em que o acoplamento inclui acoplamento reativo entre os guias
do intermediario e as extremidades da antena;

em que o adesivo € uma camada adesiva ndo condutiva cobrin-
do substancialmente toda a antena;

e em que o acoplamento reativo € através da camada adesiva
nao condutiva.

7. Método de acordo com qualquer das reivindicagdes de 1 a 6,

em que o adesivo € um adesivo condutivo padronizado; e em
que a aderéncia ao revestimento liberavel inclui aderir com o adesivo condu-
tivo.

8. Método de acordo com qualquer das reivindicagdes de 1 a 6,

em que o adesivo € uma camada adesiva padronizada que deixa
as extremidades de antena, da antena nao cobertas;

e em que o acoplamento do intermediario a antena inclui usar
um adesivo eletricamente condutivo para conectar os guias do intermediario
as extremidades da antena.

9. Método de acordo com qualquer das reivindicagdes de 1 a 6,

em que o adesivo € uma camada adesiva padronizada que deixa
as extremidades de antena, da antena ndo cobertas; e

em que o acoplamento do intermediario a antena inclui acopla-
mento reativo entre os guias do intermediario e as extremidades da antena.

10. Método de acordo com qualquer das reivindicagdes de 1 a 9,
compreendendo adicionalmente testar o desempenho do intermediario antes
de acoplar o intermediario a antena.

11. Método de acordo com qualquer das reivindicagdes de 1 a
10, em que o acoplamento do intermediario a antena inclui acoplamento
chip-down.

12. Rotulo de RFID compreendendo:
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um substrato;

uma antena no substrato;

um adesivo padronizado sobrejacente a pelo menos parte da
antena e do substrato em que o adesivo padronizado tem uma area aberta
deixando pelo menos partes das extremidades da antena ndo cobertas pelo
adesivo;

um intermediario acoplado a extremidades da antena, da antena;

um revestimento liberavel aderido ao adesivo;

um adesivo condutivo que acopla os guias intermediarios, do
intermediario para as extremidades da antena;

em que o revestimento liberavel tem uma abertura em que o in-
termediario esta localizado.

13. Rétulo de RFID compreendendo:

um substrato;

uma antena no substrato;

um adesivo sobrejacente a pelo menos parte da antena e do
substrato;

um intermediario acoplado as extremidades da antena, da ante-
na; e

um revestimento liberavel aderido ao adesivo;

em que o revestimento liberavel tem uma abertura nele em que
o intermediario esta localizado; e

em que o intermediario tem guias de intermediario que sao aco-

pladas de maneira reativa as extremidades da antena.
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RESUMO
Patente de Invencdo: "ROTULO DE RFID COM JANELA DE REVESTI-
MENTO LIBERAVEL, E METODO DE FAZER".

A presente invencao refere-se a um rétulo de RFID que inclui um
revestimento liberavel tendo uma abertura ou janela, para permitir a coloca-
¢ado de um intermediario através da janela, e em contato com porgdes de
extremidade de uma antena. Acoplando-se o intermediario a antena através
da janela no revestimento liberavel, o acoplamento pode ser executado em
um ponto posterior do que o usual na fabricagdo do rétulo. Isso permite que
o rétulo seja fabricado com menos desgaste e ruptura no intermediario, que
€ uma parte relativamente cara e fragil da antena. Além disso, o teste dos
intermediarios antes de aplica-los a uma rede de rétulos pode economizar
custos pela eliminagcdo de desgaste de material. O teste das correias sozi-

nhas pode permitir uma predicido de desempenho do rétulo acabado.
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